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Zerstérungsfreie Analytik
Destruktive physikalische Analyse
. ) Thermal Management
We innovate Materials
Umweltsimulationslabor

Dinnschichtanalyse

Raman Charakterisierung

M u I l I t u h Elektronik Labor
I ro e e ro n I s c e Phasen-, Morphologie- und Eigenspannungsanalyse

Seminare @ MCL

Prufverfahren

KOMPETENZ & ZUVERLASSIGKEIT




Zerstorungsfreie Analytik
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Unsere Schwerpunkte / Kompetenzen

* Fehleranalyse - Lokalisierung und Bewertung

Zerstorungsfreie Qualitatssicherung und Fehleranalyse fir die von Fehlern
Mikroelektronik 2D und 3D Porositats-Analyse

Erfassung von Geometriedaten
Soll-Ist-Vergleich

Ansprechpartner Texturanalyse - Phasen Segmentierung

In-situ-Priifung mit mechanischer/
thermischer / elektrischer Belastung

Mag. Jordis Rosc
T+43-3842-45922-503



Destruktive physikalische Analyse

Zuverlassigkeit von Aufbau und Verbindungstechnologie

Ansprechpartner

&

Dr. Barbara Kosednar-Legenstein
T+43-3842-45922-49
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Dr. Julien Magnien
T+43-3842-45922-531
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Unsere Schwerpunkte / Kompetenzen

Visualisierung von Oberflachenstrukturen
Erfassung von Geometrie und Mikrostruktur

Bestimmung von Ausfallmechanismen elekt-
ronischer Bauteile (Einschliisse, Risse, Alte-
rungsprozesse)

Erfassung von Verformungs-, Schadigungs-,
und Bruchverhalten von unterschiedlichen
Aufbau- und Verbindungstechnologien
Bewertung der mechanischen Peel, Scher-
und Zugbelastung

3-Punkt und 4-Punkt Biegebelastung
Digital Image Correlation (DIC)



Thermal Management
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Unsere Schwerpunkte / Kompetenzen

e Thermische Widerstand Analyse von Materialien
und Systemen (thermische Impedanzanalyse)

Thermische Analysen vom Material bis hin zu elektronischen Derating Analysen bis < 160°C

SyStemen Warmepfadanalyse von mikroelektronischen
Gehausen und Systemen

Bestimmung der thermischen Eigenschaften von
dinnen Schichten (Temperaturabhangigkeit) -

Temperaturbereich: 20°C bis 500°C

Ansprechpartner

Bestimmung des thermischen Grenzflachen-

A widerstands

Dr. Lisa Mitterhuber-Gressl Dr. Julien Magnien Validierte thermische Modelle fiir Fehler-
T+43-3842-45922-60 T+43-3842-45922-531 analysen und Designrichtlinien



Umweltsimulationslabor

Aktive und passive thermische Zuverlassigkeitsprifung

Ansprechpartner

B

ol
Dr. Julien Magnien
T+43-3842-45922-531

Unsere Schwerpunkte / Kompetenzen

e Temperatur-Schocktest -80°C bis 220°C
e Trocken- und Warmeschrank bis 300°C
e Wechselklimaschrank -40°C bis 180°C

e Power Cycle Test bis 80 A

e Zustandsiiberwachung mittels Temperatur
sensitiven elektrischen Parameter (TSEP)

e Datenexploration und -verarbeitung
zur Fehlerfriherkennung und
Lebensdauermodellierung



Diinnschichtanalyse

Unsere Schwerpunkte / Kompetenzen

e Scanning Probe Microscopy (SPM) Analysen
unter verschiedenen Atmosphéren (Ar, N,
Vakuum, Luft)

e Topographie und Rauigkeitsanalyse

Einzel- und Mehrschicht Systeme im nm bis ym Bereich

e Kelvin Probe Force Microscopy (KPFM)
e Scanning Thermal Microscopy (SThM)
» e EBAC (Electron Beam Absorbed Current) /
é EBIC (Electron Beam Induced Current)
he

Dr. Lisa Mitterhuber-Gressl Dr. Julien Magnien
T+43-3842-45922-60 T+43-3842-45922-531

Ansprechpartner




Raman Charakterisierung

Beruhrungslose Analysemethode zur Materialcharakterisierung

Ansprechpartner

A

Dr. Barbara Kosednar-Legenstein
T+43-3842-45922-49

de
Dr. Marco Deluca
T+43-3842-45922-530

Unsere Schwerpunkte / Kompetenzen
e Chemische Zusammensetzung von Materialien

e Kristallinitat, Phasenumwandlungen und
Phasenzusammensetzungen

e Verunreinigungen und Defekte

e Polarisationsanalyse

e FEigenspannungsanalyse

e Texturanalysen

e Temperaturbereich -196°C bis 600°C



Elektronik Labor

Analyse von funktionalen Materialien bis hin zu elektronischen

Systemen

Ansprechpartner

ﬂ&

Dr. Julien Magnien
T+43-3842-45922-531

Unsere Schwerpunkte / Kompetenzen

Statische und dynamische Hystereseanalyse
Piezoelektrische Analyse
Durchbruchspannungsanalyse +1 A (+500 V)
Strom/Spannungskennlinien

Frequenzbereich 0.01 Hz bis 150 MHz (2 GSa/s)
Temperaturbereich -50°C bis 400°C
Elektrische Impedanzanalyse

4-Draht/Punktmessungen



Phasen-, Morphologie- und Eigenspannungsanalyse

Stress Distribution

Unsere Schwerpunkte / Kompetenzen

g . . ; . e Hochaufldsende EDX & EBSD Analyse im nm
Struktur und Morpholgie Einfluss auf Eigenspannungen in Einzel- Bereich

; * Hochauflésende Morphologie Charakterisie-
und Mehrschichtsystemen rung mittels FE-SEM

* Interface- & Phasenanalyse

e |lokale Eigenspannungsanalyse mittels [L-R
Ansprechpantney o (lon Layer Removal) Methode

Dr. Julien Magnien Priv.Doz. Dr.Roland Brunner
T+43-3842-45922-531 T+43-3842-45922-48



Seminare @ MCL

Unsere Schwerpunkte / Kompetenzen

e Analyseketten fir die Mikroelektronik

Mitarbeiterweiterbilung in Bereich Mikroelektronische Prifme- B = i che [mpedanz Analyse
thoden, Analyseketten und Materialcharakterisierung .
https://www.mcl.at/services/mcl-academy/

Neue Methoden in der Thermischen Analyse
von Dinnschichtsystemen

e Material-, Schicht- und Gefligecharakterisie-
rung mittels hochauflésenden 3D-Verfahren

g (REM, CT)
/Vl‘ V )

Dr. Julien Magnien Dr. Kerstin Chladil
T+43-3842-45922-531 T+43-3842-45922-22

Ansprechpartner



Leistungsangebot
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Analysen von Materialien, Produkten, Prozessfehlern,
Leiterplattendefekten und Bauteilausfallen

Thermische Analyse auf Material- und Systemebene

Mechanische Priifung (Zug, Schertest,
Nanoindentation, ...)

Ermittlung von Alterungsphdanomenen und -prozessen

Lokalisierung und Visualisierung von Material- und/
oder Systemfehlern

Umweltsimulation (TS, TC, PTC, HTOL, ...)

Dinnschichtanalyse (Materialanalyse und
physikalische Eigenschaften)

Phasen-, Morphologie und Eigenspannungsanalysen
Systemevaluierung neuer Materialien
Schadensanalyse

Seminare und Workshops

Anlagenausstattung

Computertomograph - Nanotom
SAM 400 (PVA TePla)

Konfokales UV-Raman Mikroskop - alpha300R
(Witec)

Bondtester - SigmaCondor (xyzTec)
UDMA - RSA-G2 (TA-Instruments)
MK56 & 53 Temperaturwechselschrénke (Binder)

Temperaturschock - ShockEvent T/60/V2 (Weiss-
technik)

TF Analyzer 3000 (aixACCT Systems)
TDTR - PicoTR (Netzsch)

Scanning Probe Microscope (Semilab)
PU/SMU / Frequenzgeneratoren
Leica TXP EM

[ [m

novate

Materials
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Materials Center Leoben Forschung GmbH
Department Microelectronics
RoseggerstraBe 12 | A-8700 Leoben

T +43-3842-45922 | F +43-3842-45922-500
microelectronics@mcl.at| www.mcl.at



